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摘  要 

在人工智能驱动集成电路产业深刻变革的背景下，高职集成电路技术专业面临人才培养与产业快速迭代

需求脱节的严峻挑战。本文系统分析了AI背景下产业对人才知识、能力与素养的新要求，揭示了当前高

职集成电路技术专业在校企协同育人及课程体系构建等方面存在的问题。为此，构建了“双主体协同–

全流程渗透–技术赋能”的校企协同育人模式，并设计了“基础通识 + 专业核心 + AI融合 + 实践创新”

的四维课程体系。实践表明，该方案有效提升了学生的复合型技术技能与岗位适应能力，实现了人才培

养与产业需求的精准对接。 
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Abstract 
Against the backdrop of the profound transformation driven by artificial intelligence (AI) in the 
integrated circuit industry, the higher vocational integrated circuit technology major faces severe 
challenges due to the disconnection between talent cultivation and the rapidly evolving demands 
of the industry. This paper systematically analyzes the new requirements of the industry for per-
sonnel knowledge, skills, and literacy under the AI context, and reveals existing problems in the 
current school-enterprise collaborative education and curriculum system construction for this 
major in higher vocational education. Consequently, a school-enterprise collaborative education 
model characterized by “Dual-Subject Collaboration, Whole-Process Integration, and Technology 
Empowerment” is constructed. Furthermore, a four-dimensional curriculum system consisting of 
“Foundational General Knowledge + Professional Core + AI Integration + Practical Innovation” is 
designed. Practice has shown that this approach effectively enhances students’ compound tech-
nical skills and job adaptability, achieving precise alignment between talent cultivation and in-
dustry needs. 
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1. 引言 

随着人工智能(AI)技术的迅猛发展，集成电路产业作为数字经济的核心基石，正经历着深刻的智能化

变革。AI 芯片、智能 EDA 工具等新兴领域的崛起，不仅重构了产业技术生态，也对技术技能人才的知

识结构、能力维度与综合素养提出了全新要求。高职教育作为一线技术技能人才培养的主阵地，其人才

培养质量、专业建设与产业发展质量的耦合程度等直接关系到产业的持续发展[1]。然而，面对产业智能

化升级的加速态势，传统的人才培养模式已难以满足产业对复合型人才的需求，校企协同育人与课程体

系的优化成为亟待解决的问题[2]。当前，数字化战略已成为赋能职业教育突破发展的关键抓手[3]，AI 赋
能职业教育现代化更是成为行业发展的重要趋势[4]，在此背景下，本研究立足 AI 时代下的智能化转型

背景，结合产教融合、能力本位教育等理论，聚焦校企协同育人机制创新与课程体系优化两大关键问题，

提出校企协同育人模式及课程体系优化设计方案，相较德国双元制、国内传统订单班及产业学院等典型

模式，实现了 AI 技术全流程渗透、企业深度参与全流程育人及多元协同评价的创新突破，旨在为高职集

成电路技术专业的教学改革提供实践指导，助力人才培养与产业需求的精准对接，为产业高质量发展提

供坚实的技能人才支撑[5]。 

2. AI 背景下集成电路产业人才需求与高职培养现状分析 

2.1. 国内外相关研究现状综述 

国内外在 AI 驱动职业教育改革、集成电路人才培养及校企协同育人领域已有探索，但针对性研究缺
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口显著。AI 驱动职业教育改革方面，国外已实现 AI 与教学实训深度融合[6] [7]，国内研究多聚焦宏观模

式，如人工智能赋能职业教育现代化的价值与路径探讨、数字化战略赋能职业教育的突破方向研究等，

缺乏细分专业针对性[8] [9]。集成电路人才培养领域，国外形成 AI 融合的分层培养体系，多主体协同培

养半导体人才的经验较为成熟[10]，国内侧重本科层次，高职研究滞后于产业智能化需求，多聚焦传统教

学改革[11]。校企协同育人领域，多为浅层合作，相关研究热点集中于协同机制构建，针对集成电路专业

的 AI 全流程协同育人研究尚未形成[9]。 

2.2. AI 背景下集成电路产业人才需求特征分析 

在当前人工智能技术深度渗透的背景下，集成电路产业的技术范式与生产模式正在重构，由此对技

术技能人才的需求呈现出系统性、复合化的新特征[12]。一方面，人才需扎实掌握芯片设计、制造、测试

等传统专业核心技能，并满足更高精准度与效率的标准；另一方面，还需具备智能 EDA 工具操作、AI 芯
片测试调试等新技术应用能力，“专业硬技能”与“智能工具技能”深度融合成为关键。随着产业智能化

升级的推进，岗位分工持续细化，新兴岗位如智能 EDA 工具应用支持工程师、智能化产线运维工程师等

需求增长显著，但高职院校在相关领域的针对性培养尚显滞后，供需缺口明显。此外，企业还高度重视

人才的综合职业素养，包括快速适应技术迭代的学习能力、跨部门协作的团队沟通能力以及严谨的工作

态度与责任意识，这些素养成为衡量人才长期发展潜力的重要标尺。 

2.3. 高职集成电路技术专业培养现状与问题诊断 

当前，高职集成电路技术专业在人才培养方面存在诸多突出问题。首先，校企协同育人深度不足，

多数合作仅停留在实习输送等浅层层面，缺乏常态化的协同机制，企业在人才培养核心环节的参与度低，

人才培养的产业导向性与适应性不强[13]。其次，课程体系与产业需求脱节，AI 技术融入缺乏系统性，

教材内容滞后于产业前沿，实践教学环节仍以验证性、演示性项目为主，与企业在智能设计、先进封装、

自动化测试等方面的真实生产场景与项目案例契合度低，学生解决复杂工程问题的能力培养不足[14]。再

次，师资队伍结构失衡，多数专业教师缺乏企业实践经历，自身 AI 技术应用与教学转化能力明显不足，

兼职企业教师因管理激励机制不足导致教学参与度有限。最后，实训资源配置不足，校内实训条件普遍

无法匹配产业升级步伐，缺乏智能 EDA 工具、AI 芯片测试设备等先进实训设施，虚拟仿真实训平台功

能单一，难以模拟企业真实智能化生产场景，严重制约了学生新技术应用能力与工程实践素养的有效培

养。 

3. AI 背景下高职集成电路技术专业校企协同育人模式构建 

3.1. 模式构建的核心原则 

面向 AI 背景产业智能化转型，构建高职集成电路技术专业校企协同育人模式，遵循以下四项核心原

则[15]：一是以 AI 背景下集成电路产业人才需求为导向，校企共同调研产业趋势与岗位能力要求，动态

调整人才培养方案，确保人才培养目标、规格与内容能够跟随产业技术演进同步调整，实现供给与需求

的结构性契合；二是明确院校与企业双主体地位，建立权责共担、利益共享机制，双方共同参与课程开

发、师资培养、评价考核等全流程育人工作，凝聚育人合力；三是将人工智能技术全面融入协同育人各

环节，构建“AI + 专业”课程模块，推动智能技术在教学内容、实训平台、教学管理与学习评价中的全

方位渗透与应用，促进教学模式的创新与教学效能的提升；四是兼顾院校、企业与学生三方利益诉求，

通过建立校企协同治理组织、设立专项经费、完善质量反馈机制等措施，构建长效保障体系，确保模式

的可持续发展。 
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3.2. “双主体协同–全流程渗透–技术赋能”育人模式架构 

该模式以院校与企业为双主体、AI 技术为赋能手段，涵盖了协同决策、协同实施、协同评价三大核

心层面。在协同决策层面，成立由校企及行业代表组成的协同育人理事会，负责制定人才培养目标、审

议培养方案，确保人才培养方向始终契合产业需求。在协同实施层面，构建“理论教学 + 校内实训 + 企
业实践 + 项目实战”四位一体体系，校企联合开发 AI 融合课程，依托 AI + 集成电路实训中心开展仿真

实训，企业提供定向岗位实践与真实项目，全方位提升学生的专业技能与实战能力。在协同评价层面，

建立校企双主体评价体系，评价内容涵盖理论知识、实践技能、项目成果与职业素养等多维度内容，采

用过程性与终结性评价相结合的方式，实现精准客观评价。 

3.3. 模式运行的保障机制 

为确保“双主体协同–全流程渗透–技术赋能”育人模式的高效运行，建立组织保障、资源共享、

激励约束三大保障机制。在组织保障方面，设立校企协同育人办公室，明确院校教学资源保障与企业岗

位、技术支持的核心职责，厘清权责边界，确保各项工作有序推进。在资源共享方面，搭建校企资源共

享平台，推进师资互派、设备共用与教学资源共建，院校教师到企业挂职锻炼，企业技术骨干参与教学

指导，实现资源的最优配置与高效利用。在激励约束方面，制定专项激励政策，将校企协作成效纳入双

方考核评价体系，同时签订合作协议明确权利义务，保障合作的规范有序推进。 

4. 基于协同育人模式的课程体系优化设计 

4.1. 课程优化目标 

以 AI 背景下集成电路产业岗位能力需求为核心，构建“知识、能力、素养”三位一体的课程优化目

标体系。在知识层面，聚焦“专业 + AI”复合型知识结构，夯实集成电路专业核心知识与 AI 技术基础

应用能力；在能力层面，重点培育专业核心技能、AI 技术应用技能、项目实战能力与终身学习能力；在

素养层面，着力提升职业素养、团队协作能力、创新意识与社会责任感，实现人才培养与企业岗位需求

的精准对接。 

4.2. 课程优化策略 

围绕“知识、能力、素养”三位一体目标，构建了“基础通识 + 专业核心 + AI 融合 + 实践创新”

的四维课程优化策略。 
基础通识模块以夯实底层能力为核心，保留《高等数学》《英语》《计算机应用基础》等核心课程，

在教学内容中融入数字化、智能化元素，同步增设《数字素养与信息安全》等课程，帮助学生掌握 AI 基
本原理与应用场景，全面提升数字素养。 

专业核心模块聚焦产业技术标准，依据企业岗位要求，保留《集成电路工艺制造》《集成电路测试

语言》《集成电路测试技术》《单片机应用技术》等核心课程，剔除与产业脱节的陈旧内容，补充先进封

装技术、高密度集成电路设计等前沿知识，并引入企业真实案例增强教学针对性与实用性。 
AI 融合模块以复合型能力培养为导向，增设《智能 EDA 工具应用》《AI 芯片基础与测试技术》《集

成电路生产智能管控》等特色课程，聚焦 AI 技术在集成电路领域的具体应用场景，采用“理论 + 实操”

教学模式，确保学生熟练掌握核心应用技能。该模块凸显人才培养的复合化特色，破解 AI 技术应用能力

培养不足的痛点。 
实践创新模块强化实战能力培育，构建“校内仿真实训 + 企业岗位实践 + 项目实战 + 创新创业实

践”四级体系，依托 AI + 集成电路实训中心开展仿真实训，安排 6 个月企业定向岗位实践，通过校企联
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合发布真实项目、组织职业技能竞赛等形式，全方位提升学生实战能力与创新意识。该模块突出实践教

学的核心地位，实现从理论知识到岗位能力的有效转化。 

4.3. 教学内容与教学方法创新 

教学内容创新以产业需求为锚点，校企联合组建教研团队，依据企业岗位能力要求制定课程标准与

教学大纲，编写融入 AI 技术、企业真实项目案例及产业前沿知识的特色教材与实训指导书，同步建设整

合微课、教学视频、虚拟仿真课件的数字化教学资源库，为线上线下混合式教学提供坚实支撑。 
教学方法突破传统讲授模式，理论课程采用“案例教学法 + 问题导向法”，通过企业真实案例引出

教学问题，引导学生主动探究；实践课程运用“项目式教学法 + 情境教学法”，以企业真实项目为载体

构建模拟产业工作情境，助力学生在实践中提升技能；同时借助 AI 教学平台推送个性化学习资源与习

题，实现因材施教，提升教学效果与学生学习体验。 

4.4. 课程评价体系优化 

为全面、客观地评价学生的学习成效，构建“多元主体、多维内容、过程导向”的课程评价体系。评

价主体引入院校教师、企业导师、学生自评与同学互评，其中企业导师重点评价实践技能与岗位适配能

力，权重不低于 30%；评价内容涵盖理论知识、实践技能、项目成果与职业素养，聚焦 AI 技术应用能力

与项目实战能力；评价方式采用过程性评价(占比 60%)与终结性评价(占比 40%)相结合，过程性评价包含

课堂表现、实训操作等，终结性评价以期末考试、项目答辩为主；借助 AI 智能评价系统实时跟踪学习过

程，提升评价效率与客观性，为教学改进与学生个性化发展提供有力支持。 

5. 结论与展望 

5.1. 研究结论 

本研究聚焦 AI 背景下高职集成电路技术专业人才培养的适配性问题，通过文献研究、调研分析、案

例研究等多种方法，构建“双主体协同–全流程渗透–技术赋能”校企协同育人模式及“基础通识 + 专
业核心 + AI 融合 + 实践创新”四维课程体系，通过协同机制、教学创新与评价优化，可有效破解培养

痛点。该模式在陕西职业技术学院集成电路技术专业进行实践验证，结果显示，引入该模式与课程优化

方案后，能够有效提升学生的复合型能力与就业质量，具备良好的可行性与实践效果，能够实现人才培

养与产业需求的精准对接。 

5.2. 研究不足与展望 

尽管本研究取得了一定的成果，但仍存在一些不足之处。首先，调研范围主要集中于中东部院校与

企业，对西部地区的覆盖不足，结论的普适性需进一步验证；其次，实践验证周期为一年，长期效果尚

未充分观测，需延长跟踪周期以获取更全面的数据支持；最后，对 AI 智能教学系统等技术深度应用的探

讨较为有限，需深化 AI 与教学的深度融合研究，开发针对性智能教学系统，探索个性化育人路径。未来

研究可进一步扩大调研覆盖范围，纳入不同区域、类型的院校与企业，以提升结论的普适性。 
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